1/7

FIG.1

36b




217

FIG.2A

K
i
i

ooodn
OOOOoOOonn
Ooooooooodn
OO0o00doooodonrt
OO0O0OO00oodoOoOonon
OO0O000000000000000
100000 00o00ao0not
Ooobogoooonooonoooodn
OOooooooodooodonoonn
OOoOO00oOoooooooooonon
OOoO0oooooooooooOooon
ooooooooooooaononod
oOoooooooodoooodon
OoOooOooooooooodon
OO000000a0000n
OOooO0Oo00oondn
OoOooOooodod
OOooon

<15

lla

Oo0ono

11

(&)
L |
i

2B

FIG

11d



3/7

FIG.3




417

FIG.4

66

68

12
/
SUPPLLIYQUSIODURCE 0 )b
188 'ﬂﬁ]
18

86




5/7

FIG.5
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FIG.7
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